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【手続補正書】
【提出日】平成24年7月18日(2012.7.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の電子部品装着面に、小型電子部品を装着したのちに大型電子部品を装着する電子
部品の装着方法であって、
　前記両電子部品が装着される前の基板の電子部品装着面における大型電子部品を装着す
る部分を撮像装置で撮像する初期撮像工程と、
　前記基板の電子部品装着面における小型電子部品を装着する部分に前記小型電子部品を
装着する小型電子部品装着工程と、
　前記小型電子部品が装着された基板の電子部品装着面における大型電子部品を装着する
部分を撮像装置で撮像する比較撮像工程と、
　前記初期撮像工程において撮像された画像と、前記比較撮像工程で撮像された画像とを
比較して、両画像が同一であるか否かを判定する判定工程と、
　前記判定工程において前記両画像が同一または違いが僅差であると判定された基板の電
子部品装着面における大型電子部品を装着する部分に前記大型電子部品を装着する大型電
子部品装着工程と
を備えた電子部品の装着方法。
【請求項２】
　基板の電子部品装着面に、小型電子部品を装着したのちに大型電子部品を装着する電子
部品の装着方法であって、
　前記両電子部品が装着される前の基板の電子部品装着面を撮像装置で撮像する初期撮像
工程と、
　前記基板の電子部品装着面に前記小型電子部品を装着する小型電子部品装着工程と、
　前記小型電子部品が装着された基板の電子部品装着面を撮像装置で撮像する比較撮像工
程と、
　前記初期撮像工程において撮像された画像における前記小型電子部品が装着される部分
を除いた部分と、前記比較撮像工程で撮像された画像における前記小型電子部品が装着さ
れた部分を除いた部分とを比較して、両画像が同一であるか否かを判定する判定工程と、
　前記判定工程において前記両画像が同一または違いが僅差であると判定された基板に前
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記大型電子部品を装着する大型電子部品装着工程と
を備えた電子部品の装着方法。
【請求項３】
　基板の電子部品装着面に、小型電子部品を装着したのちに大型電子部品を装着する電子
部品の装着方法であって、
　前記両電子部品が装着される前の基板の電子部品装着面における少なくとも前記大型電
子部品を装着する部分を含む所定の部分を撮像装置で撮像する初期撮像工程と、
　前記基板の電子部品装着面における小型電子部品を装着する部分に前記小型電子部品を
装着する小型電子部品装着工程と、
　前記小型電子部品が装着された基板の電子部品装着面における少なくとも前記大型電子
部品を装着する部分を含む所定の部分を撮像装置で撮像する比較撮像工程と、
　前記初期撮像工程において撮像された画像における前記大型電子部品を装着する部分と
、前記比較撮像工程で撮像された画像における前記大型電子部品を装着する部分とを比較
して、両画像が同一であるか否かを判定する判定工程と、
　前記判定工程において前記両画像が同一または違いが僅差であると判定された基板の電
子部品装着面における大型電子部品を装着する部分に前記大型電子部品を装着する大型電
子部品装着工程と
を備えた電子部品の装着方法。
【請求項４】
　前記基板の電子部品装着面に、前記小型電子部品を装着する領域と、前記大型電子部品
を装着する領域とが備わっており、前記小型電子部品が前記小型電子部品を装着する領域
に装着され、前記大型電子部品が前記大型電子部品を装着する領域に装着される請求項１
ないし３のうちのいずれか一つに記載の電子部品の装着方法。
【請求項５】
　前記大型電子部品を装着する領域は、予め設定された大型電子部品の装着位置と、記憶
手段によって予め記憶された大型電子部品の形状データとに基づいて算出手段が算出する
ことにより特定される請求項４に記載の電子部品の装着方法。
【請求項６】
　前記大型電子部品を装着する領域を複数の区画に分割し、隣り合う各区画間の境界部分
を重複させた状態で、前記大型電子部品を装着する領域の各区画の撮像が行われる請求項
４または５に記載の電子部品の装着方法。
【請求項７】
　前記基板に、基準点となるフィデューシャルマークが設けられており、前記基板の基準
位置が前記撮像装置による前記フィデューシャルマークの撮像に基づいて認識される請求
項１ないし６のうちのいずれか一つに記載の電子部品の装着方法。
【請求項８】
　前記初期撮像工程において基板の電子部品装着面における大型電子部品を装着する部分
を撮像する撮像装置と、前記比較撮像工程において基板の電子部品装着面における大型電
子部品を装着する部分を撮像する撮像装置とが、異なる装置に備わっており、前記異なる
両装置がネットワークを介して交信可能になっている請求項１ないし７のうちのいずれか
一つに記載の電子部品の装着方法。
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